GALTRON

Plating Mordente Liguido
Zincato para Aluminio isento de Cianeto

1. Descricao:

Plating Mordente Liquido é um zincato leve isento de cianeto, especialmente
formulado para deposicdo de Niquel Quimico sobre ligas de Aluminio.

Plating Mordente Liquido remove o 6xido de Aluminio e deposita uma fina pelicula
de Zinco sobre ligas de aluminio por imersdo, evitando sua reoxidacdo. Sobre essa
pelicula poderd ser eletrodepositado Cobre, Niquel e alguns outros processos
eletroliticos.

A solucédo de Plating Mordente Liquido quando diluida na concentracdo de operacao
tem uma viscosidade igual da &gua, penetrando rapidamente na pelicula de agua
presente no aluminio limpo. Isso produz uma pelicula de Zinco, mais densa e mais
uniforme, que a pelicula alcangada com zincatos convencionais. A pelicula formada
aumenta a aderéncia do deposito subsequente.

A solucdo de Plating Mordente Liquido penetra facilmente em furos cegos,
cavidades, roscas de parafusos, reentrancias e outras &reas inacessiveis, que sao
problematicas na deposicédo usando solucBes concentradas de zincatos convencionais.

Produz um depdsito de Zinco uniforme em grandes areas planas, ao invés de deposicao
estriada e desnivelada, frequentemente resultante do uso das solugbes concentradas
viscosas de zincato. Quando a peca for removida do Plating Mordente Liquido, o
liquido € drenado inteiramente das pecas mais complicadas, assegurando um minimo de
perdas por arraste. A fina pelicula da solu¢do remanescente é lavada rapidamente com
agua fria e o tempo de transferéncia para o tanque de lavagem é menos critico.

Plating Mordente Liquido é relativamente facil enxaguar dos poros em fundidos e de
outras areas que tendem a reter solu¢do, minimizando dessa forma o arraste de zincato
para solugdes subsequentes de deposicdo. A facilidade de lavagem também reduz a
possibilidade da formacdo de bolhas nos depdsitos subsequentes sobre fundidos
porosos.

Plating Mordente Liquido pode ser usado para depoésitos sobre fitas de folha de
aluminio, sobre fundidos, forjados, extrusados ou estampados. E aplicavel a todas as
ligas de aluminio usadas comercialmente. A solucéo de Plating Mordente Liquido nao
destroi o acabamento da superficie do aluminio e ndo prejudica o acabamento da
deposicdo subsequente. Acabamentos muito brilhantes podem ser obtidos depositando
sobre superficies polidas.
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2. CondigGes de Operacionais:

Plating Mordente Liquido (1) 40 - 60,0 %/vol Ideal: 60,0 %/vol
Densidade 43 - 46 Bé Ideal: 30 - 32 Bé
Temperatura — Vide item 6. 21-46°C

Tempo de Imerséo (2) 30 - 120 segundos (com movimentacao das pecas)
Observacoes:

(1) Concentracéo de 30% é recomendada para algumas ligas de dificil deposicao.

(2) O tempo de imersdo depende da temperatura, da liga e da passividade da superficie
do aluminio. Tempos de imersdo excessiva irdo resultar em acabamento de Zinco pouco
aderente e esponjoso, o que podera causar bolhas na deposicdo subsequente. Se a liga
reagir vigorosamente com a solucéo, o tempo de imersdo deve ser curto. Quando ndo
ha reacdo visivel, o tempo de imersdo deve ser de 30 segundos a 2 minutos. Uma
camada uniforme cinza brilhante deve ser depositada. Se a camada apresentar pontos ou
falta de recobrimento em certas areas, a preparacdo da superficie do Aluminio foi
incompleta. Ocasionalmente uma camada escura consistente ocorre em certas ligas.
Essa pelicula ¢ satisfatoria para deposicéo e proporciona 6tima aderéncia.

w

. InstrucGes Operacionais:

=

Encher o tanque limpo, com 40% do volume de agua.

2. Adicionar lentamente, o Plating Mordente Liquido, com agitacdo constante para
uma boa homogeneizagdo. A solugdo ndo se aquece durante a mistura e pode ser
usada imediatamente.

3. Completar com agua, até o volume final de trabalho. Homogeneizar.

4. Equipamentos:

Tanque: Ferro ou Ago Inox

Aquecimento: Aquecedor de imersdo de ago ou trocador de calor com serpentina de
aco, se necessario.

Gancheiras:  Exceto os contatos, deve ser revestida com isolante adequado. A
colocagéo das pecas na gancheira deve ser feita por meio de contato
de mola, usando ago inoxidavel ou aluminio. E importante que as
pecas estejam firmes porque o aluminio ndo é pesado o bastante para
fazer um contato seguro, quando simplesmente pendurado no contato.
Para assegurar bom acabamento, assegure um contato firme entre a
peca e a gancheira e entre a gancheira e a barra catodica.
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5. Sequéncia Operacional

O ciclo de deposicdo especifico varia de acordo com a liga de aluminio a ser
processada. O ciclo preferencialmente utilizado para depositar niquel quimico sobre a
maioria das ligas de aluminio mais usadas comercialmente é o seguinte:

. Desengraxante emulsificavel Plating Emulgal
. Lavagem Dupla

. Desengraxe Quimico - Plating DQE-AI

. Lavagem simples

. Desengraxe Eletrolitico - Elfox G

. Lavagem Dupla

. Ativagdo Acida - Ativador Plating MOR
. Lavagem Simples

. Decapagem Acida - Solugéo Triacida
10. Lavagem Tripla

11. Zincato - Plating Mordente Liquido
12. Lavagem Dupla

13. Ativacio Acida - Ativador Plating MOR
14. Lavagem Dupla

15. Zincato - Plating Mordente

16. Lavagem Dupla

17. Ativacio Acida - Acido Sulfarico

18. Lavagem

19. Niquel Quimico - Plate Ni-840

20. Lavagem Dupla

21. Banhos eletroliticos

OO NO O WNPE

Embora normalmente ndo seja necessario com Plating Mordente Liquido, um duplo
zincato pode ser usado para melhor aderéncia sobre ligas de dificil deposi¢do. O método
de imersdo dupla é especialmente Gtil quando duas ou mais ligas de aluminio estdo
sendo processadas através da mesma linha em um equipamento automatico. O tempo de
imersao sera 0 mesmo para todas as ligas.

Para 0 bom desempenho do processo Plating Mordente Liquido é essencial um
preparo adequado das pecas. Se as pe¢as contém massa de polir, 6leos ou graxas podem
ser usados varios processos para a pré-limpeza das pecas. Os processos mais comuns
sdo desengraxe a vapor, a jato ou com um solvente emulsificavel como Plating
Emulgal.

6. Dados Operacionais
Temperatura: Plating Mordente Liquido opera em temperatura ambiente, porem a

solucdo pode ser aquecida até um maximo de 46 °C para encurtar o
tempo de imersdo ou para tratar superficies de aluminio muito

passivas.
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7. Manutencao e Controle:

A concentracdo de Plating Mordente Liquido ndo é critica para deposicdo na
maioria das ligas de aluminio. Todavia, uma concentragdo de 30% é recomendada
para algumas ligas (ex. ligas séerie 5.000).

O controle mais simples € pela observacdo do operador em relacdo a formacéo de
bolhas de gas na superficie do aluminio. A medida que a solucédo se desgasta, havera
um aumento significativo na formacgédo de bolhas. Nesse ponto a solugéo deve ser
reforcada com uma adicao de aproximadamente 10% da montagem original.

8. Especificagdo do Produto:

Produto..........ccovuvrienene. Plating Mordente Liquido
ASPECEO......ooviiinn, Liquido Incolor a leve Amarelado
Densidade 25 °C.......... 1,400 g/cm® (minimo)
PHa25C....ccccovvrrenn. Né&o Aplicavel

9. Informacdes de Seguranca:

Plating Mordente Liquido e suas aguas de lavagens tem carater altamente alcalino e
consequentemente corrosivo. Recomendavel tomar as devidas precaugdes utilizando os
EPI’s adequados: Oculos, luvas de PVC ou nitrilicas, botas de borrachas, avental de
PVC, méscara e vestimentas adequadas.

A Galtron Quimica recomenda que a empresa / operador leiam as Fichas de Seguranca
para cuidados apropriados de salde e seguranca prévios ao uso. As Fichas de
Segurancas (FDS) estdo disponiveis pela Galtron Quimica.

10. Tratamento de Efluentes:

E recomendado que o tratamento de &gua e efluentes esteja em conformidade com o0s
requerimentos das autoridades locais. Para isto, antes de aplicar qualquer recomendacao
ou sugestdo da Galtron Quimica para tratamento de efluentes, deve-se verificar
Legislacdo Vigente local para o descarte da solugao.

N&o reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser
mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado.

As informagdes contidas neste Boletim Técnico sdo baseadas em nossa tecnologia e
Know-how do processo, incluindo operagdes de campo e praticas de laboratorio.
Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que
mantidas as condi¢des de validade e embalagens originais o que comprovem a auséncia de
adulteracdo do produto. Durante a utilizagcdo do processo nem sempre podemos
exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situagédo de
operacionalizacao é particular e especifica a necessidade de cada Cliente

ldentificagdo: Elaborado: Aprovado: Data: Reviséo:
BALO5 AD CS 18.12.02 00 - Inicial
31.01.25 01- Formatagéo - AD

Galtron Quimica Indastria e Comércio Ltda &, (19) 3765-9100 © Rua Barra do Turvo, 56
Cnpj: 01.437.603/0001-18 < galtron@galtron.com.br Parque Sdo Paulo
Insc. Estadual: 244.591.140-110 @ www.galtron.com.br 13052-474 - Campinas - SP

4de4d



